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초 록: 폴리에스테르 필름상에 무전해 Cu 도금 및 무전해 Ni-P 도금층을 형성하는 방법으로 박형 전자파 차폐 필름의 제
조에 대하여 연구 하였다. 무전해 도금의 전처리 방법으로 기존의 Pd 촉매를 사용하는 대신에, 증착법에 의한 Sn 피막의 
형성으로 전자파 차폐 특성 및 유연성이 우수한 박형 전자파 차폐 필름의 형성이 가능하게 되었다.        

1. 서론 

 최근의 전자 기기에 있어서, 각기 다른 주파수 영역의 부품들을 같은 전자 기기 내부에 실장함으로써 복합적인 전자파 
노이즈가 발생하고 있으며, 이러한 복잡한 노이즈에 대한 대책이 요구되어 지고 있다. 한편으로는, 대량의 데이터를 전송
하는 경우, 전자파 노이즈에 의한 데이터간의 간섭으로 오류가 발생하거나 데이터가 손실되는 경우가 자주 발생되고 있기 
때문에, 데이터 전송 케이블도 박형화와 더불어 적은 노이즈 방출 및 전자파 차폐에 대한 요구도 증가되어 지고 있다.  본 
연구에서는, 이러한 요구에 대응하기 위하여 고분자 필름으로 구성된 기재와 전도성을 담당하는 금속층 간에 고분자 수지
인 프라이머층을 삽입하여 기재와 금속층간의 밀착력을 높이고, 무전해 도금의 하지층으로 증착법에 의한 주석층을 형성
한 후 무전해 동 도금 및 무전해 니켈 도금으로 전도성이 우수하고 전자파 차폐 특성 및 유연성이 우수한 전자파 차폐 필
름을 제조하는 것을 목적으로 하였다.

 

   

3. 결론

 고분자 필름상에 고분자 수지인 프라이머층을 삽입하고 증착법에 의한 Sn층을 형성한 후, 무전해 도금법으로 Cu 도금 및 
Ni 도금을 실시하여, 전도성이 우수하고 전자파 차폐 특성 및 유연성이 우수한 전자파 차폐 필름을 제조할 수 있었다.
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2. 본론
   고분자 필름과 금속층의 밀착렷을 향상시키기 위하여, 코분자 코팅제
의 선정 및 최적 코팅 조건 및 하지층 금속의 증착 조건 등을 시험하였
다. 하지층 Sn 증착층이 무전해 Cu 도금에 대한 촉매 활성이 약하기 때
문에 무전해 Cu 도금의 초기 석출 속도를 향상시키기 위한 도금액 조성 
및 도금 조건의 최적화에 대하여 연구하였다.
   고분자 코팅층의 성분으로는, 밀착력과 용제 침투에 뛰어난 열경화형
수지가 주재로 사용되며, 부재로 경화제 및 첨가제가 사용되었다. 이 열
경화형 수지로는, 폴리에스테르계 수지로 분자량이 3,000 ~ 20,000 사이
의 것이 적당하며, 3,000 이하인 경우는 밀착력은 좋지만 용제 침투 억제
특성이 낮고, 20,000 이상의 경우는 용제 침투 억제 특성이 좋은 반면 밀
착력이 떨어진다는 것이 확인되었다. 경화제로는 이소시아네이트기 (- 
NCO)를 가진 트리디이소시아네이트 (TDI), 디페닐-4,4 '- 디이소시아네이
트 (MDI), 헥사메틸렌디이소시아네이트 (HDI), 크실렌 디이소시아네이트 
(XDI), 1,3 - 비스 (이소시아네이트메틸) 싸이클로헥산 (H6XDI) 등이 사
용되며, 첨가제로는 C3N6H6와 - NH - CO - NH를 가진 화합물을 사용
하였다. 
  고분자 필름상에 Sn 층을 증착한 후, 무전해 Cu 도금 공정에서 초기
석출속도를 향상시키기 위하여, Sn층의 산화층과 오염 물질을 제거하는
공정 및 Cu 치환 반응 속도의 향상시키는 방법을 개발하였다. 

그림1. 도전필름의 제

조 공정

그림2. 도전필름 장착 
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